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内容概要

　　《电子工艺实训教材》共分九章，以电子产品整机制造工艺为主线。
介绍了焊接工艺知识与焊接技能、电子元器件的识别与检测、整机工艺设计与整机装配、表面贴装技
术、常用电子仪器的使用、识图常识、电子技术文件、印制板制作技术简介、电路原理图与印制电路
板设计技术。
通过该书的学习，能够帮助读者掌握电子产品制作、生产的基本技能，了解电子产品先进的生产工艺
、生产手段。
　　《电子工艺实训教材》可作为高等院校电子信息类专业的电子工艺实训教材或教学参考书，同时
也可供职业教育、技术培训及有关技术人员参考。
　　《电子工艺实训教材》同时是信息产业部&ldquo;CEAC国家信息化培训认证管理办公室&rdquo;电
子工程师认证课程体系的指定教材。
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书籍目录

第1章 焊接工艺知识与焊接技能1.1 焊接工艺知识1.1.1 焊接的基本知识1.1.2 常用焊接工
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器件知识要求2.2 电阻器2.2.1 电阻的分类及命名方法2.2.2 电阻的主要参数2.2.3 电阻的选用2.2.4 特殊电
阻元件2.3 电位器2.3.1 电位器的分类2.3.2 电位器的命名方法2.3.3 电位器的选用2.3.4 电位器的质量检
查2.4 电容器2.4.1 电容器的分类及命名方法2.4.2 电容器的主要参数2.4.3 电容器的选用2.4.4 电容器的质
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导体分立器件外形封装及引脚排列2.8 晶体二极管2.8.1 晶体二极管的分类2.8.2 晶体二极管的主要参
数2.8.3 晶体二极管的质量检验2.8.4 二极管的使用注意事项2.9 晶体三极管2.9.1 晶体三极管的分类2.9.2 
晶体三极管的主要参数2.9.3 三极管的质量检测2.9.4 三极管使用注意事项2.10 场效应晶体管2.10.1 场效
应管的分类2.10.2 场效应管的主要参数2.10.3 场效应管的型号2.10.4 场效应管的选用2.10.5 场效应管的质
量检测2.10.6 场效应管的使用注意事项2.11 半导体集成电路2.11.1 半导体集成电路的分类2.11.2 集成电
路的型号及命名2.11.3 集成电路的引脚识别2.11.4 集成电路质量好坏的估测2.11.5 使用集成电路的注意
事项第3章 整机工艺设计与整机装配3.1 整机工艺设计3.1.1 结构设计3.1.2 环境保护设计3.1.3 外观及装璜
设计3.2 整机装配的一股步骤和要求3.2.1 机械装配步骤3.2.2 部件装配第4章 表面贴装技术4.1 表面贴装
元器件4.1.1 片状电阻器4.1.2 表面贴装电容器4.1.3 其他表面贴装元件及参数4.1.4 表面贴装半导体器
件4.2 表面贴装技术简介4.2.1 表面贴装印制板4.2.2 表而贴装工艺4.2.3 表面贴装设备第5章 常用电子仪器
的使用5.1 测量误差的基本概念5.1.1 测量误差的主要来源5.1.2 误差的性质与分类5.2 常用电子仪表、仪
器的使用5.2.1 万用表5.2.2 低频信号发生器5.2.3 高频信号发生器5.2.4 毫伏表5.2.5 扫频仪5.2.6 数字式频
率计5.2.7 双踪示波器第6章 识图常识6.1 电器工程图的种类6.2 识图要求与方法6.2.1 识图要求6.2.2 识图
方法6.3 根据整机画电路图第7章 电子技术文件7.1 本章要求7.1.1 共同语言7.1.2 科学作风7.1.3 应变能
力7.2 分类及特点7.3 产品技术文件7.3.1 产品技术文件特点7.3.2 工艺文件第8章 印制电路板制作技术简
介8.1 印制板的选择8.1.1 印制电路板的类型8.1.2 印制电路板的材料8.1.3 印制电路板的参数及选择8.2 印
制电路板的印制8.2.1 光敏抗蚀剂法8.2.2 丝网漏印法8.3 印制板的化学刻蚀8.4 印制电路板的机械加
工8.4.1 落料8.4.2 钻孔8.5 铜导体表面的清洗和保护8.6 双面及多层印制电路板第9章 电路原理图与印制
电路板设计技术9.1 Protel99Se软件简介9.2 Protel99原理图（SCH）和印制电路板（PCB）设计9.2.1 设计
电路板的基本过程9.2.2 简单电路原理图设计过程9.2.3 印制电路板（PCB）设计9.2.4 Protel存在的问
题9.3 Protel常用元器件与练习题9.3.1 元件库9.3.2 练习题
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编辑推荐

　　教育部门支持、权威专家指导，一流学校参与学术研究推动。
　　1理念创新：秉承&ldquo;教学改革与学科创新引路，科技进步与教材刨新同步&rdquo;的理念，根
据新时代对高职高专人才的需求，策划出版一系列体现教学改革最新理念，内容领先、思路创新、突
出实训、成系配套的高职高专教材。
　　2方法创新：摒弃&ldquo;借用教材、压缩内容&rdquo;的滞后方法，专门开发符合高职特点
的&ldquo;对口教材&rdquo;。
在对职业岗位（群）所需的专业知识和专项能力进行科学分析的基础上，引进国外先进的课程开发理
论体系，坚持教材开发的四元结构（知名专家把关、教学一线教师编写、教研机构指导、行业用户参
加），以确保符合职业教育的特色。
　　3特色创新：加大实训教材的开发力度，填补空白，突出热点，积极开发五年制高职教材和紧缺
专业、热门专业、特色专业的教材。
对于部分教材，提供&ldquo;课件&rdquo;、&ldquo;教学资源支持库&rdquo;等立体化的教学支持，方便
教师教学与学生学习。
对于部分专业，组织开发&ldquo;双证教材&rdquo;，注意将教材内容与职业资格、技能证书要求进行
衔接。
　　4内容创新：在教材的编写过程中，力求反映应知识更新和科技发展的最新动态。
将新知识、新技术、新内容、新工艺、新案例及时反映到教材中来，更能体现高职专业设置紧密联系
生产、建设、服务、管理一线的实际要求。
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